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Funkcni vzorek

Zapouzdrené elektronické moduly integrované na tkaném

substratu s vysitymi vodivymi vzory
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Obr. 1: Ndvrh modulu pro integraci na tkany substrat

Design Worksheet Zoom: 1:4 BERNINA Embroidery
Software DesignerPlus

" A

FEL ZC

. »
H 1

TN AT AR

2
H
£
i
2
2
z
2
£
£

Obr. 3: Demonstrdtor zapouzdreného elektronického
modulu a SMD soucdstek integrované na tkaném
substradtu s vysitymi vodivymi vzory s funkci hraci

kostky

V souladu s platnou metodikou Ufadu viady CR je uplatiiovan
funkéni vzorek.

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti s feSenim projektu:
ENAMEL - Materidly a technologie enkapsulace u smart a e-
textilii. Grant: CZ.01.01.01/ 07/23_013/0 001274

Jedna se o funkéni vzorek zapouzdfeného elektronického
modulu a soucastek pro povrchovou montaz. V oblasti e-textilii
je stale potfeba propojeni s externi vyhodnocovaci nebo
komunikaéni jednotkou, C¢i integrovanymi obvody. Funkéni
vzorek tedy slouzi jako demonstrator termokompresni
technologie kontaktovani a pouzdfeni elektronickych moduld a
soucastek vhodné pro tkané i pletené textilni substraty.

Technické feSeni se tykd pouzder pro zapouzdreni
elektronickych soucastek nebo elektronickych modulu (dale v
textu elektronické komponenty) na textilnich substratech
chytrych textilii, pfi kterém je realizovano elektrické propojeni
téchto elektronickych komponentt s elektricky vodivymi drahami
textilniho substratu.

Komponenta je osazena do 3D tvarovaného termoplastického
polymerniho pouzdra, jenz je vyrobeno aditivni technologii 3D
tisku a nasledné umisténa na textilni substrat s vodivym
motivem

Pouzdro se sklada z nékolika materialt a ¢asti, které zajistuji (i)
gradientni pfechod tuhosti mezi elektronickou komponentou a
pIné flexibilnim textilnim substratem, (ii) zapouzdfeni souc¢astky
z licové i rubové strany textilniho substratu a (iii) snizeni
elektrického kontaktniho odporu a zvyseni jeho spolehlivosti pfi
pusobeni vnéjSich vlivli za pouziti elektricky vodivého insertu.

Sestava elektronické komponenty a 3D tisténého pouzdra
umisténa na textilnim substratu je vioZzena do termolisu, kde
pusobenim teploty a tlaku dochazi k pfechodu termoplastickych
materiald do méné viskdzniho stavu a jejich prolnuti s textilnim
substratem. Soucasné dochazi k elektrickému propojeni
elektronické komponenty s vodivym motivem textilniho
substratu. Po dostate€ném prolnuti termoplastického materialu
je ukonceno pusobeni zvySené teploty a cela sestava pod
tlakem chladne, tak aby nedo$lo k rozvolnéni elektrického
kontaktu.



